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TEMARIO

Técnico/a superior SGIKER (Espectroscopia de Fotoelectrones - XPS)
.Grupo 1

1.- Sistemas de gestion de la prevencion de riesgos laborales en la Universidad. La
integracion de la prevencion en la Gestion. La asignacion de responsabilidades. La
participacion de los trabajadores en la prevencion de riesgos laborales. Organos de
representaciony participacion.

2.~ Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Hombres y Mujeres: cbjeto vy
fin de la norma. Principios generales. Medidas para promover la igualdad en la
normativa y actividad administrativa. lll Plan de Igualdad en la Universidad del Pais
Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea (2019-2022).

3.- Fundamentos de la Espectroscopia Fotoelectronica de Rayos X (XPS). Efecto
fotoeléctrico. Niveles electronicos atomicos. Acoplamiento spin-orbita.

4.~ Nomenclatura. Teorema de Koopmans. Energia de ligadura. Recorrido libre
medio. Sensibilidad superficial. Ley de Beer.

5.- Requerimientos de analisis de superficies. Preparacion de muestras.

6.- Eliminacion del material volatil. Técnicas de erosion. Abrasion. Rotura y raspado.
Molienda.

7.- Tipos de analisis. Eleccion de las condiciones experimentales. Interpretacion de
espectros. Caracteristicas espectrales.

8.- Estructuras primaria y secundaria de los espectros. Efectos del estado inicial.
Efectos del estado final. Analisis del fondo del espectro.

9.- Analisis de datos 1. Correccion de carga. Analisis cualitativo: identificacion de
lineas. Analisis de estados de oxidacion, desplazamiento quimico. Parametro
Auger. '

10.- Analisis de datos l. Analisis cuantitativo. Seccion cruzada de fotoionizacion.
Factores de sensibilidad.

11.- Analisis de datos lli. Librerias de factores de sensibilidad. Ajuste de picos.
Seleccion del fondo. Factores que influyen en la cuantificacion relativos a la
muestra,

12.- Analisis de datos IV. Factores que influyen en la cuantificacion relativos al
espectrometro. Limites de deteccion. Resolucion lateral. Analisis XPS de materiales
aislantes. Aplicaciones.
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13.- Tipos especiales de analisis I. Analisis de perfil de composicion en profundidad.
Seleccion de diferentes niveles energéticos. Seleccion de diferentes anodos en la
fuente.

14.- Tipos especiales de analisis Il. XPS con resolucion angular. Efectos angulares.

15.- Tipos especiales de analisis Ill. Perfil de composicion en profundidad mediante
bombardeo de iones. Factores que afectan a la eliminacidon de material.

16.- Tipos especiales de analisis [V. Resolucion del perfil de profundidad. Factores
gue afectan a la resolucion del perfil de profundidad. Calibracion. Obtencion de
imagenes mediante XPS.

17.- Instrumentacion |. Sistema de vacio. Tipos de bombas de vacio.

18.- Instrumentacion Il. Camara de introduccidn de muestra y camara de analisis.
Fuente de Rayos X. Tipos de anodos adecuados para sistemas de XPS. Ventajas del
doble anodo. Sistema de lentes de transferencia.

19.- Instrumentacion lll. Analizador. Detector. Sistemas de compensacion de carga.
Canén de iones. Monocromador. Ventajas e inconvenientes del uso del
monocromador. Celda de alta presion. :

20.- Fuente de Rayos X: Interaccion de los rayos X con la materia. Espectro de rayos
X de un elemento: espectros continuos y de lineas. '

21.- Analizador: Analizadores hemisféricos. Modos de operacidén de analizadores
hemisféricos. Ventajas e inconvenientes de cada modo. Energia de paso. Funcion
de transmision. Resolucion. Factores que afectan a la resolucion.

22.- Manejo de un equipo de analisis de XPS I. Desarrollo de métodos de analisis.
Mantenimiento de un equipo de analisis de XPS.

23.- Manejo de un equipo de analisis de XPS Il. Calibrado de un equipo de analisis
de XPS. Procedimiento de bake out. Puesta a punto del equipo después de un
proceso de bake out. ’

24- Fundamentos basicos de la Espectroscopia Electronica Auger (AES) L.
Espectros Auger. Nomenclatura: Series Auger. ‘

25.- Fundamentos basicos de la Espectroscopia Electronica Auger (AES ) II. Analisis
cualitativo. Informacion gquimica. Cuantificacion en AES. Obtencion de perfiles de
profundidad. Limites de deteccion. Resolucion lateral. Imagen.

26.-Microscopia Auger de barrido (SAM). Comparacidon con XPS, ventajas e
inconvenientes. Aplicaciones.
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27.- Instrumentacion para AES. Candn de electrones. Tipos de analizadores.
Detector.

28.- Aplicacion de programas especificos para adquisicion y procesado de datos
para XPS. Informatica de usuario (programas ofimaticos). Bases de datos.
Elaboracion de informes.

29.- Aplicaciones del analisis XPS-Auger a la catalisis heterogénea
30.- Aplicaciones del analisis XPS-Auger a la metallrgia

31.- Aplicaciones del analisis XPS-Auger a la microelectronica
32.- Aplicaciones del analisis XPS-Auger a la corrosion

33.- Aplicaciones del analisis XPS-Auger a los polimeros

34.- Manejo de gases en un laboratorio.

35.- Proteccion radioldgica y control de procesos
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